采购需求
一、采购清单
	产品名称
	数量

	光电集成芯片耦合系统
	1套


二、参数要求
（注：所有技术参数均须满足要求，★技术参数必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页或厂家盖章出具的技术白皮书或官网截图等），不满足或未提供佐证材料视为负偏离，按无效文件处理。）
1.输入端高精六轴调整架部分(X,Y,Z电动/手动+θX,θY,θZ手动)
★1.1 XYZ微调架粗调灵敏度：30~50nm(交叉滚柱滑轨，使用压电促动杆通过软件控制最终分辨率大概10nm左右)；兼容端面及垂直耦合方式；兼容单模光纤及光纤阵列。XYZ-压电微调 (行程: 600um)分辨率:≤10nm，最大速度:1.2mm/min。
[bookmark: _GoBack]1.2 角度计实现调节θX、θY、θZ三维旋转调节，角度计和驱动千分尺上都有刻度。角度计上带锁,可锁定调好的角度。
2. 输出端高精六轴调整架部分 (X,Y,Z电动/手动+θX,θY,θZ手动)
★2.1 XYZ微调架粗调灵敏度：30~50nm(交叉滚柱滑轨，使用压电促动杆通过软件控制最终分辨率大概10nm左右)；兼容端面及垂直耦合方式；兼容单模光纤及光纤阵列。XYZ-压电微调 (行程: 600um)分辨率: ≤10nm，最大速度:1.2mm/min。
2.2 角度计实现调节θX、θY、θZ三维旋转调节，角度计和驱动千分尺上都有刻度。角度计上带锁,可锁定调好的角度。
3.六轴运动控制器+马达电动轴件及控制软件
压电控制器/电脑控制-带电源/带连接电脑线缆/带压电耦合软件。
4.芯片(被测样品),光纤阵列及光器件夹具及相关配件
★4.1可垂直或平放夹持光纤或光纤阵列，可夹持锥型光纤或普通祼光纤，且夹持宽度可调。
★4.2 载物台具备温度控制装置。中间可夹持光学芯片，真空吸附TEC式夹具，可保持温度稳定。
温度稳定性≤0.01℃, 温度控制范围-40到 120度; 23度到90度(30mm×30mm温控表面积) 温控速率≥1.1℃/s。
5.系统性能
★5.1支持可编程功能，可以使用命令库进行组合即可完成自动对准耦合过程编程。
★5.2可以实现光纤、硅光、薄膜铌酸锂芯片以及不同端面抛光角度的芯片耦合耦合对准、测试功能。
5.3可使用人工手动调整微调架运动，软件数据同步更新。
5.4在边缘耦合模式下实现主要功能：将光纤探头与集成光子芯片上的边缘耦合器件进行对准，并使光子信号在光纤探头和边缘耦合器之间实现高效耦合。
5.5在垂直耦合模式下实现主要功能：将光纤探头与集成光子芯片上的光栅耦合器件进行对准，并使光子信号在光纤探头和光栅耦合器之间实现高效耦合。
5.6软件具有光纤防撞功能。
6.芯片耦合观察单元
6.1观察系统能够满足光学耦合使用，成像稳定、清晰，不能出现抖动、晃动等现象。
★6.2至少需要2个方位的高清观察系统，分辨率≥1920*1080。顶部≥12.5X可变倍数的变焦镜头。侧面≥6.5X 可变倍数的变焦镜头。顶部及侧面镜头均可调节观察角度，相机带精准划线以及精准量测功能；显示器中的图像边缘清晰，可以清晰识别光波导、光纤等。
★6.3相机自带测量光纤与芯片夹角功能，方便垂直耦合测量角度，可以插TF卡储存照片，十字基准线，镜像功能,文件管理、测量数据、图片导出等功能。
6.4自动定位图像识别过程中，采用黑白图像识别，但显示器上需要彩色显示。
★6.5相机机械轴至少4轴可调，调节行程≥40mm，采用龙门架滑轨。
6.6搭配24寸或以上尺寸HDMI高清显示器。
7.硅波导芯片红外观察镜头 ( 用于硅光波导输入端初始光确认, 放在芯片输出口观察红外光斑)
★7.1红外相机接口：USB3.0，A/D模数转换:14bit；可以观察到所对准的耦合器结构，分辨率和视场可以调节，既可以在极限分辨率下，分辨出宽度≥500nm的波导结构，也可以将分辨率调节到≥2微米。要求红外CCD相机观察范围：400-1700nm，分辨率:≥1280*1024。
7.2观察用冷光，可以自由调节光照角; 前端物镜可以快速切换高倍数及低倍数档位。
7.3带有红外及可见光斑显示及测量软件。
7.4带有3轴可移动调整架。
8.高稳定性双通道功率计(内置探头)-可接电脑，双通道方便于多通道光纤阵列的耦合
8.1投射电容式触摸屏。
8.2可通过USB、Ethernet或RS232实现远程操作和网络功能。
★8.3积分球光电二极管功率探头，铟镓砷，800-1700 nm，1μW~3mW。配备FC及光纤夹具套装。
9.高稳定性耦合专用DFB光源。输出功率≥10dBm, 稳定性≤0.005dB,双波长1310nm/1550nm单口输出, FC/APC 接口。
★10.4轴高频探针座2套，XYZ行程不少于13mm, 分辨率≤1um, 旋转角度不少于正负10°。配备带宽不低于40GHz的高频GSG探针6个。
★11.3轴直流探针座2套，XYZ行程不少于13mm, 分辨率≤1um. 可兼容直流单针以及通过升级支持直流探针卡安装。配备直流探针, 铍铜针30支及钨针30支。
12.点胶和固化系统实现光学耦合过程中的全自动点胶和紫外固化功能
12.1搭配对应的点胶和UV紫外固化设备，紫外固化灯需要搭配2个灯头。
12.2对FA点折射率匹配胶水和FA固定胶水，并进行紫外预固化。
12.3 UV照射角度和距离根据设备架构确定。
12.4 365nm点光源紫外固化灯需能够完成多梯度固化，梯度参数通过软件可编辑；
12.5 点胶压力范围：5.0~700kPa
12.6 点胶时间范围：0.01~999.99s
12.7 真空回吸范围：0~-20kPa
13.≥1500mm×2000mm 高性能隔振工作台以及带插座横跨式仪器架。
14.提供安装服务以及带料培训。安装完成后供应商需要提供水平耦合及垂直耦合芯片最少各一套用于耦合以及紫外胶封装培训。需要兼容单通道以及多通道光纤阵列的耦合类型。（此项须提供承诺函并加盖公章，否则按无效文件处理。）
三、配置要求
本项目包含：
1.输入、输出端六轴半电动耦合平台：各1台
2.耦合夹具：1套(载物台具备温度控制装置)
3.芯片耦合观察系统：1套
4.硅波导芯片红外观察镜头：1套
5. 4轴高频探针座：2套
6. 3轴直流探针座：2套
7.光学隔振系统以及系统外壳等配件：1套
8.耦合功率计及及探头：1套
四、培训要求
供货商需要为用户提供仪器使用培训和应用培训，培训费用由供货商承担。仪器使用培训的内容包括：仪器的使用操作、日常的维护保养及简单的故障维修，使用户能够独立使用和获取正确的数据。培训完成后，供应商需提供仪器的使用手册和常规故障排除说明。应用培训的内容需根据用户具体样品情况安排有针对性的应用培训。
